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디지털 의류는 디지털 기술이 의류에 자연스럽게 융합되면서 옷을 입은 사람뿐만 아니

라 외부의 디지털 기기와도 자유로운 소통이 가능한 의류이다. 1990년 후반부터 유럽

과 미국에서는 섬유기술에 IT 기술을 융합하는 연구가 계속되고 있으며, 직물부품 및 

직물회로를 구현하여 의류에 적용한 바 있다. 초기 디지털 의류는 군복과 같은 특수용

도로 개발되었으나 요즘에는 MP3 플레이어 내장 의류, 색깔이 변하는 의류, 헬스케어 

의류 등 일상생활용도의 의류가 개발되는 추세이다. 디지털 의류는 신소재 산업, 센서 

산업 등 기술 집약 산업의 활성화는 물론, 기존 전통 산업에 IT 기술을 접목함으로써 

섬유, 패션, 의류산업의 확장과 활성화에 큰 역할을 할 것으로 전망된다. 앞으로 우리나

라가 디지털 의류 시장을 선도하기 위해서는 섬유 IT 및 의류 IT 융합 핵심기술의 확보

가 시급하다. 본 고에서는 섬유 IT 융합분야의 이해를 높이고자 디지털 의류 기술 개발

의 동향을 살펴보고 향후 기술발전 방향을 전망해 보고자 한다. 
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Ⅰ. 디지털 의류 개요 

옷은 보통 사람들이 늘 입거나 걸치고 생활하는 

것으로 언제 어디에서나 가장 가까운 곳에서 필요한 

기능을 제공한다. 사람들은 자연스럽게 보온, 안전, 

표현과 같은 전통적인 기능 이외에 첨단기술이 접목

된 스마트하고 인텔리전트한 기능이 있는 의복을 요

구하게 되었다. 

이러한 이유로 1960년대에 컴퓨팅 기기를 분리하

여 옷에 넣거나 인체에 직접 착용하는 형태의 웨어러

블 컴퓨터(wearable computer)가 탄생하였다[1]. 

초기 웨어러블 컴퓨터에서의 옷은 착용을 가능하게 

하는 보조적인 수단에 지나지 않았다. 그러나 2000년

대에 들어오면서 가젯(gadget) 형태의 디지털 기기를 

옷에 착용(on-cloth)하는 단계를 넘어서 옷에 디지털 

기능을 내장(in-cloth)하는 단계로 발전하고 있다.  

이러한 흐름에 따라 현재 미국과 유럽을 중심으

로 ‘웨어러블 컴퓨터’ 보다는 스마트 의류(smart 

clothing), 인텔리전트 웨어(intelligent wear), 디

지털 가먼트(digital garment), 일렉트로 텍스타일

(electro-textile, e-textile)이라는 용어가 더 많이 

사용되고 있다.  

여러 가지 용어가 혼란스럽게 사용되고 있으나, 본 

고에서는 디지털 기기가 의류에 자연스럽게 융합되면

서 옷을 입은 사람뿐만 아니라 외부의 디지털 기기와

도 자유로운 소통이 가능한 의류라는 의미에서 ‘디지

털 의류(digital clothing)’라는 용어를 사용하고자 한

다. 디지털 의류는 넓은 의미에서 섬유와 IT가 융합된 

웨어러블 인터랙티브 일렉트로닉 텍스타일(wearable 

interactive electronic textile)을 지향한다. 

이러한 디지털 의류를 제작하기 위해서는 기존과 

다른 섬유 및 IT 융합 기술이 요구된다. Ⅱ장에서는 

디지털 의류 제작 기술 동향을 알아보고, Ⅲ장에서

는 국내 기술 동향 및 전망을 살펴본다. 

Ⅱ. 기술 동향 

1. 디지털 의류 개발 방향 

디지털 의류를 제작하기 위해서는 전자기술, 섬

유기술, 패션기술 등이 복합적으로 요구되며 섬유-

직물-의복 각 단계에서 IT 기능을 통합하는 것이 가

능하다[2]. (그림 1)을 보면 의복-직물-섬유단계 

순서로 기술 발전이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 

초기에는 O’Neill의 MP3 스노보드 재킷과 같이 

의복단계에서 통합이 이루어졌다[3]. 하지만 단순

히 IT 부품을 옷 안으로 넣는 형태는 착용상, 사용상

의 번거로움이 존재하였다. 이후, 착용성을 높이기 

위해 전도성사로 직물회로를 구성하고 디지털 기기

를 직물에 통합하는 직물단계의 통합 연구가 이루어

지고 있다. 대표적으로 유럽연합에서 진행중인 my-

Heart 프로젝트에서는 운동선수, 환자들의 심박을 

모니터링 할 수 있는 생체신호 모니터링 의복을 개

발하였다[4].  

최근에는 디지털 기기와 센서들 전체 또는 일부

를 섬유 안에 통합하려는 시도를 하고 있다. 유럽연

합의 Biotex 프로젝트에는 생체신호 모니터링 직물

센서를 이용한 의복을 개발하고 있다[5]. 아직은 간

단한 센서를 구현한 수준이므로 섬유 및 IT 각 분야

에서 지속적인 연구가 필요한 실정이다.  

2. 디지털 의류 제작 요소 기술 

가. 스마트 섬유(Smart Fiber) 

디지털 의류 제작에 주로 사용되는 스마트 섬유 

 

본 고에서 사용되는 용어는 ‘최신 의류 소재의 동향[2]’

을 참고하였음을 밝힙니다. 

 용 어 해 설  

(그림 1) 디지털 의류 기술의 발전[6] 
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는 광섬유(optical fiber)와 전도성 섬유(conductive 

fiber)이며, 주로 신호 전달 및 전기 에너지 전달을 

위해 사용된다.  

1) 광섬유 

광섬유는 가느다란 유리 또는 플라스틱으로 통과

하는 빛이 전반사가 일어나도록 한 광학적 섬유이

다. 광섬유는 대용량의 데이터통신이 가능하지만 일

정 굴곡반경 이상에서는 데이터의 손실이 발생하고 

끊어질 수 있다. 

이러한 이유로 디지털 의류 개발 초기부터 데이

터 및 에너지 전송 목적이 아닌 유아 돌연사 방지를 

위해 호흡, 맥박 등을 측정하거나 총상 부위를 알기 

위한 센서로 활용되었다. 최근에는 광섬유 응용기술

이 발전하면서 빛이 나는 의류나 조명으로 사용 가

능한 커튼이 개발되기도 하였다((그림 2) 참조). 

2) 전도성사 

• 금속 섬유사 

금속 섬유사는 금속 섬유를 코어에 두고 일반 섬

유로 피복하거나, 금속 섬유를 일반 섬유와 꼬아 만

든 실이다((그림 3) 참조). 금속 섬유란 금속선을 인

발공정(실을 뽑아내는 공정)을 통해 가는 선(micro 

wire)으로 추출한 것이다. 금속 섬유의 직경을 100µm 

이하로 낮추면 금속 고유의 특성인 강한 성질이 사라

지고 유연성과 내곡성이 높아져 실과 비슷한 성질을 

갖는다[10].  

금속 섬유사는 금속 고유의 전기전도성을 유지하

며, 금속 섬유 외부를 합성수지로 피복하여 전자파

를 차단한다. 또한, 금속 섬유가 표면에 노출되지 않

거나 적은 면적이 노출되기 때문에 일반사와 같이 

다양한 색으로 제조할 수 있다. 

• 금속 코팅사 

금속 코팅사(또는 전도성 코팅사)는 비전도성 섬

유의 표면에 도전성 금속 피막을 형성시키는 방법으

로 제조한다. 전도성이 얼마만큼 필요한가에 따라 

코팅 두께를 조절할 수 있어, 전기선의 성능과도 견

줄 정도로 전기전도성이 우수한 제품을 개발할 수 

있다. 하지만, 제조 비용이 많이 들고 내구성이 떨어

지며, (그림 4)에서 보듯이 코팅에 사용하는 금속의 

색에 영향을 받아 다양한 색사를 구현할 수 없는 단

점이 있다. 

최근에는 전도성사에 신축성을 부여한 탄성 전도

성사도 개발된 바 있다[12].  

 

(그림 2) 광섬유 응용제품 

   (a) Smart Shirt[7]  (b) Luminex[8] (c) Color-tunable Textiles[9]

(그림 3) 금속 섬유사  

(a) 한국생산기술연구원[10]

Copper fiber 

(b) Textile-wire 제품[11]

(그림 4) 금속 코팅사 

(b) 은, 금, 구리 코팅사(ELITEX[12]) 

Metal clad layer  

General fiber layer 

10 μ

(a) 코팅사 단면(AmberStrand[13]) 

Ag Au Cu 
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나. 직물기반 회로(Textile Circuit) 

1) 직조(weaving) 기법  

직물회로는 직물 제직시 전도성사를 적당한 간격

과 배열에 따라 삽입하는 방식으로 구현할 수 있다. 

직조 기법에서는 씨실과 날실을 여러 방법으로 교차

하여 짜는 방식(제직)과 실로 뜨개질한 것처럼 짜는 

방식(제편)이 많이 사용되고 있다((그림 5) 참조).  

대표적인 제편 제품인 니트는 잡아당겨도 늘림에 

강하기 때문에 전도성사가 쉽게 끊어지지 않는다. 

하지만 실 하나라도 끊어지면 올이 모두 풀릴 수 있

어 디지털 기기를 연결하기 위해 니트의 일부분을 

절단하는 것이 어렵다. 또한 디지털 기기의 적은 무

게에도 주변이 늘어나 모양이 나빠질 수 있다. 

2) 자수(embroidering) 기법 

직물 회로를 구현하는 데 자주 이용되는 또 다른 

기법으로 자수기계를 이용하여 프로그램된 회로대

로 수를 놓듯이 제작하는 방법이 있다((그림 6a) 참

조). 손바느질이나 재봉기계로 직물에 실을 박아 회

로를 구성하는 방법도 가능하지만 정밀한 회로를 구

성하거나 동일한 회로를 반복적으로 생산하는 데에

는 자수기법이 더 적합하다. 

직조방법에서는 대부분의 전도성사 및 광섬유를 

사용할 수 있는 반면에 기계를 이용하는 자수 및 재

봉 기법에서는 사용할 수 있는 실이 제한된다. 일반

적으로 금속 섬유사와 광섬유는 신축성이 떨어져 실

이 끊어지기 쉽기 때문에 잘 사용하지 않는다. 금속 

코팅사도 기계가 허용하는 범위의 실을 사용해야 하

는데 이 경우 적절한 굵기와 인장강도가 요구된다. 

또한, 상용 금속 코팅사 중 자수에 적합한 제품은 전

기저항이 높아 고속 통신선을 구성하는 데 적절하지 

않을 수 있다.  

3) 프린팅(printing) 기법 

전도성 잉크를 일반 직물에 인쇄하여 직물회로를 

구현하는 방법을 프린팅 기법이라고 한다((그림 7b) 

참조). 전도성 잉크는 전통적인 프린팅 잉크에 탄소, 

구리, 은, 니켈, 금과 같은 금속을 넣어 만든다[2]. 

기존에는 플라스틱 기판에 많이 적용되었지만 최근

에는 직물에 전기적으로 활성을 띠게 될 패턴을 만

들어 프린팅함으로써 가볍고 유연한 직물회로보드

가 가능하게 되었다. 하지만 면 소재는 잉크를 많이 

흡수하여 번지므로 사용하기 곤란하며 자연방수 기

능이 있는 소재가 적합하다. 또한, 소성(잉크에 열을 

가하여 알코올을 없애 고착시키고 전도성을 띠도록 

함) 과정이 필요하므로 열에 강한 소재를 사용해야 

한다.  

이외에 부직포 제작시 원하는 배열로 전도성사를 

배치시킨 후 함께 융착시키는 방식, 전도성 접착 테

이프를 레이저 커팅하여 부착하는 방식((그림 6b) 

참조) 등으로 구현된 바 있다[17]. 

 

(그림 5) 직조 회로 

(a) 제직[14]   (b) 제편[10]  

 

(그림 6) 자수 및 접착 회로 

(a) 자수 기법[15] (b) 접착 기법[16]

(그림 7) Stretchable Board 

(a) SCB (b) SPB[18] 
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4) 개발 이슈 및 동향 

앞에서 직조, 자수, 프린팅과 같은 기법으로 직물

회로를 구성하는 것이 가능함을 설명하였다. 하지만 

각 기법들이 기술적 난제를 가지는 만큼 앞으로 이

를 해결하기 위해서는 지속적인 연구를 통한 기술향

상이 이루어져야 할 것으로 보인다.  

직물회로를 구성하는 데 있어 해결해야 할 몇 가

지 문제를 정리하면 다음과 같다. 

• 조각 회로 연결 문제 

스마트 셔츠[7]에서는 옷 전체에 광섬유를 사용

해야 했기 때문에 솔기가 없는 옷으로 만듦으로써 

직물회로보드의 기술을 한 차원 높인 것으로 평가받

는다. 하지만 설계와 제조공정이 쉽지 않기 때문에 

기존의 의류제작과 마찬가지로 직물을 잘라 의복을 

만드는 것도 고려해야 한다. 이 경우, 일반 의복 제

작에서도 하듯이 솔기를 따라 회로가 신뢰성 있게 

맞물려지도록 재봉하는 기술 개발이 필요하다.  

• 회로 교차(cross-over) 및 절연 문제 

전도성 코팅사, 전도성 잉크, 전도성 접착 테이프

로 구성한 직물회로는 절연코팅이 되어 있지 않기 

때문에 회로를 교차하는 데 문제가 발생한다.  

기존에는 (그림 8a)와 같이 일반 직물을 덧대거

나 일반 실을 전도성실 위로 카우칭(작은 스티치로 

여러 번 박는 것)한 후 회로를 교차시키는 방법이 많

이 사용되었다. 최근에는 전도상사와 일반사를 효율

적으로 제직하여 서로 쇼트되지 않도록 하는 방법

(그림 8b)와 직물을 이중직으로 직조하여 두 면에 

다른 회로를 구성하고 연결이 필요한 부분만 솔더링

하는 방법도 사용되고 있다.  

그리고, 회로 일부분의 교차뿐만 아니라 직물 구

김시 발생될 수 있는 회선 간 쇼트 방지와 전자파 차

단을 위해 회로 전체를 절연하는 기술 개발도 필요

하다.  

• 회로 유연성 문제 

직물회로를 구현하는 데 있어서 신체에 밀착될 

필요가 있고 사용하는 사람이 수시로 바뀌는 경우도 

있는데 이때는 보다 유연한 직물회로가 요구된다. 

유럽연합 Stella 프로젝트에서는 유연한 회로보드인 

SCB, SPB, SMI를 단계적으로 개발하고 있다((그림 

7) 참조). 

다. 연결(Interconnection) 기술 

스마트한 기능을 가진 디지털 기기(전자기기, 전

자부품, 직물부품 등)를 직물회로에 연결하는 기술

은 디지털 의류 제작에 있어 중요한 위치를 차지한

다. 디지털 의류의 착용성과 생산성에 많은 영향을 

미치기 때문이다. 

주로 사용되는 연결 방법으로는 솔더링, 본딩, 리

본커넥터, 플랫케이블, 재봉, 자수, 스냅단추, 지퍼 

등이 있으며 간단히 살펴보면 다음과 같다. 

솔더링(soldering)의 경우 IT 분야에서 가장 일

반적인 결합 방법이지만 직물회로에 전도성사 및 디

지털 기기를 연결하는 데도 사용할 수 있다. 하지만, 

솔더링 시 고온으로 인해 주변 섬유가 탈 수 있으며, 

납을 사용하는 경우에는 인체에 유해하기 때문에 실

리콘 등으로 몰딩을 해야 한다((그림 9) 참조).  

 

(그림 8) Isolation 

(b) 3층 쟈가드직조[19] 

(a) 덧댐[16], 카우칭[13] 

Isolation for cross-over points Connection points

 

(그림 9) 레이저 커팅 후 솔더링[20] 

a b

일반실(일반사)

커팅부 

전도성실  
(전도성사) c 
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본딩(bonding)의 경우 대부분 전도성 접착제를 

사용한다. 본딩 부분에 열을 가하면 단단하게 굳게 

되고 웬만한 힘에는 잘 떨어지지 않는다. 필립스는 

기계를 사용하여 작은 LED를 직물에 직접 본딩(또

는 솔더링)하는 방법으로 직물기반 디스플레이 장치

인 루마니센트 캔버스를 구현하였다((그림 10, 16g) 

참조). 

자수 기계를 사용하기 위해서는 간격, 방향, 위치 

등을 프로그램 해주어야 한다. 이후에 디지털 기기

를 지정한 위치에 놓으면 재봉시 직물회로와 함께 

박아져 연결된다((그림 11) 참조).  

리본 커넥터(ribbon connector)와 플랫 케이블

(plat cable)도 전자부품의 연결에 널리 사용되는 방

법이지만 전도성사를 케이블화하는 일은 쉽지 않다

((그림 12) 참조). 

스냅단추(snap, button)는 전도성사와 디지털 기

기를 전기적으로 접속시키기 위한 커넥터로 많이 사

용된다. 단추의 한 부분(수단추)은 디지털 기기에 부

착되고 단추의 다른 부분(암단추)은 의복에 부착된

다((그림 13) 참조). 필요할 때 단추를 떼었다 붙였다 

할 수 있고, 다른 기능성이 필요하면 다른 기능의 단

추로 바꿀 수도 있고, 세탁할 때는 빼놓을 수도 있다

[17]. 다만, 스냅단추는 뗄 때 일정 힘이 필요하므로 

너무 얇은 천에서는 사용할 수 없고, 일정한 면적을 

차지하기 때문에 연결부분이 커지는 단점이 있다. 

지퍼(zipper) 역시 의복에서 흔하게 사용되는 부

자재다. 지퍼 내의 바퀴가 하나의 접점이 될 수 있고 

지퍼를 올리고 내리는 동작은 하나의 사용자 인터페

이스로 사용될 수 있다.  

그 동안의 개발 사례를 보면, 기존의 전자분야에

서 주로 사용되는 방식이 섬유분야에 어떻게 통합될 

수 있는지 고민하기도 하고, 반대로 섬유제품에서 사

용되는 부자재를 커넥터로 사용하기도 하였음을 알 

수 있다. 특히, 의류 부자재가 연결 수단으로 많이 사

용된 이유는 의류의 일부로서 거부감이 적으면서 기

존 의류 기술로 쉽게 접근할 수 있었기 때문이다.  

앞으로도 전도성사와 전도성사의 연결, 전도성사

와 디지털 기기의 연결, 탈착 가능한 연결, 늘림 및 

당김과 같은 외부변수에 강한 연결, 착용성이 우수

한 연결 등을 고려한 효율적이고 안전한 연결 수단 

및 방법이 계속 개발되고 시도되어야 할 것이다. 

라. 통신 기술 

디지털 의류에서는 의류내부 장치간, 의류와 외

부 기기간, 또는 의류와 착용자의 상호작용을 위한 

WPN 기술도 중요하다. 하지만, 유선방식은 소재 및 

물리적 환경 구성의 어려움이 있고, 무선방식은 전력

 

(그림 10) 기계를 이용한 자동 본딩[19] 

 

(그림 11) 자수기계를 이용한 박음[21] 

 

(그림 12) 변형된 리본 케이블[22] 

e-TAG 

e-Textile 

Wires Threads 

Cutters

Cover

PCB 

Contacts

PCB 

Electronics

(그림 13) 스냅  

(a) e-TAGs[22] (b) Microphone 
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소모가 크고 주변 환경의 영향을 받기 쉬운 문제가 있

어 이를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다[23]. 

유선 통신에서는 기존의 버스 형태의 통신 방법

을 직물과 잘 융화되도록 시도하고 있다. 전도성사

와 스냅을 이용하여 I2C 버스를 구현하거나((그림 

13a) 참조), 직물 USB 케이블((그림 14a) 참조)을 

구현한 사례가 있다. Hum은 FAN의 개념을 처음 소

개하고 그 특성을 정리한 바 있다[24]. 

무선 통신에는 인체 내에 이식된 의료 장치나 사

람이 착용하는 옷이나 인체에 부착된 여러 디바이스

를 상호 연결하는 것이 가능하도록 WBAN 표준화

가 진행중에 있다((그림 14b) 참조).  

또한, 직물 인덕터(woven inductor)를 구현하여 

의류의 외피와 내피 사이를 저전력 무선 방식으로 

데이터 통신을 한 경우도 있다((그림 14c) 참조). 

마. 직물부품 

디지털 의류를 제작하는 데 있어서 앞에서 설명

한 스마트 섬유, 직물회로, 연결, 통신 기술을 적용

하면 착용 가능한 디지털 의류를 제작할 수 있다.  

하지만 의류에 가깝고 스마트한 디지털 의류를 

개발하기 위해서는 기존의 전자부품을 초소형화하

고 직물화하는 기술이 절대적으로 필요하다. 최근 

들어 직물 소자, 직물 센서, 직물 액추에이터 등의 

직물 부품 개발과 초소형 전자부품을 내장한 섬유/

의류를 개발하기 위해 섬유와 IT 간의 기술 융합이 

활발히 이루어지고 있다.  

개발된 직물부품으로는 전도성사를 이용하여 전

자회로의 접점(electrode), 안테나 등의 회로 구성 

요소와, Ph 센서, 비접촉 커패시티브(capacitive) 센

서, 피에조레지스티브(piezoresistive) 센서, 압력센

서, 온도센서, 습도센서 등 직물기반 센서들이 있다

((그림 15) 참조). 이들은 헬스케어를 위한 디지털 

의류를 개발하는 프로젝트[4],[5],[28]를 수행하는 

데 필요한 직물부품으로 개발된 것들이 대부분이다. 

입력 인터페이스분야에서는 위의 직물부품을 활

용하여 스위치, 날아다닐 수 있는 키보드, 터치패드

가 개발되었다((그림 15f) 참조). 구부림이나 늘어남

을 감지하는 장갑과 옷을 개발하여 신체의 움직임을 

모니터링하는 시스템이 개발하기도 하였다((그림 15e) 

참조). 

출력 분야에서는 Luminex사에서 에칭한 광섬유

를 이용하거나 빛이 나올 수 있는 굴곡을 주어 직조한 

광섬유 디스플레이를 개발하였다((그림 1) 참조). 

Philips사에서는 LED를 본딩한 루마니센트 캔버스를 

선보였다((그림 15g) 참조). 최근에는 Frauenhofer 

IZM TexLab에서 섬유단계에서 OLED를 내장하기 

위한 TexOLED 프로젝트를 수행하고 있다[29]. 

에너지 자가 생성분야에서는 기존에 신발, 무릎 

하베스트 장치, 태양열 가방 및 태양열 옷으로부터 

생성된 에너지를 디지털 기기에 사용한 사례가 있었

다. 최근에는 심장 박동과 발자국과 같은 아주 일상

적인 움직임과 문지름만으로 에너지가 생성되는 이

른바 ‘나노 발전기’가 개발되었다[30]. 

 

(그림 14) 다양한 통신 방법  

(b) WBAN[26]  

(a) 직물형 USB 케이블[25] 

(Ⅰ) 

Access Point 

(Ⅱ) 

(Ⅳ)

(Ⅲ) 

Non-Implant Device 

Implant Device 

(c) Wireless Woven Inductor[27] 

Woven Inductors 
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Ⅲ. 국내 기술 동향 및 전망 

앞에서 살펴본 바와 같이, 디지털 의류는 섬유와 

IT 기술의 융합, 직물 기반 센서 기술, 연결 및 내구

성 등 의류 제작 기술에 기반하여 발전하고 있다. 초

창기 IT 장치를 옷에 배치하여 사용성을 시험하던 

단계를 지나 직물에 내장하거나 섬유 단계에서 일체

화하여 착용성과 성능, 기능을 향상시키는 연구가 

진행되고 있다. 

현재 세계시장에서는 섬유에 기반한 센서를 개발

해 제품이 상용되고 있는 반면, 국내에서는 아직까

지는 단순히 IT 기기를 섬유에 부착하는 정도의 수

준에 그치고 있었으나, 최근 국내에서도 관련 연구

가 출연연구소, 대학, 산업체를 중심으로 활발하게 

진행되고 있다. ㈜제일모직은 섬유기반의 스마트 센

서용 전도사 및 직물개발에, ㈜삼광염직은 섬유기반 

스마트 센서 소재의 기능성 염가공 기술 개발에, 한

국봉제기술연구소(SEWTEC)는 센서 소재를 IT와 

융합한 다양한 제품 개발에 힘쓰고 있다. 

한국전자통신연구원은 2008년부터 4년간 언제, 

어디서나 손쉽게 컴퓨팅 환경을 사용할 수 있게 하

는 의류형 플랫폼 기술을 개발하고 있다. 이 기술에

는 직물형 회로보드 기술과 직물형 수동 소자 기술, 

직물 기반 통신 기술 및 사용자 인터페이스 기술을 

포함하고 있다. 직물형 회로보드 기술로는 전도성 

잉크를 이용한 인쇄기반의 회로 및 전도성사를 이용

한 자수기반의 회로 기술을 개발하고 있으며 수동소

자의 개발도 병행하고 있다. 별도의 표준 없이 기존

의 통신 방식을 직물 형태로 옮겨 사용하거나 저마

 

(a) Textile Electrode (좌) 심박[31], (우) 뇌파[13] 

(b) Textile Antenna[32] 및 RFIDlabel[13] 

570μm 

(c) Textile Temperature Sensor[33], Heat Panel[34] 

ph Sensor 

Wires, Ø40μm 

 Conductivity Sensor 
Sodium Sensor 

Temperature Sensor 
Humidity Sensor

(d) Textile ph[5] 및 Humidity[13] Sensor 

(e) Textile Capacitive[28] 및 Piezoresistive Sensor[35] 

(g) Luminescent Textile[18], Illuminating Textiles[13] 

(f) Textile Touch Pad[36],[37]와 Switch[13] 

(그림 15) 다양한 직물부품 

   (h) Textile Capacitor[13]      (i) Textile Transistor[38]

B

B 
Connection of Flexfoil
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다의 방법으로 시도되고 있는 의류내 통신 문제를 

해결하기 위해 직물 내에서 섬유의 특성과 의류의 

특성을 고려한 유선 기반의 효율적인 통신 기술로서 

통신 컨트롤러와 트랜시버를 개발하고 프로토콜 및 

프로파일을 포함한 시스템소프트웨어를 개발하고 

있으며, 동시에 기술 표준화를 추진하고 있다. 디지

털 의류를 이용하여 편리하게 컴퓨팅 환경을 이용할 

수 있도록 하는 사용자 인터페이스 기술로서는 직물

기반의 입출력 기술과 손목밴드 형태의 인터페이스 

기술 등을 연구하고 있다. 이와 함께 전도성사간의 

연결, IT 모듈과의 연결 등 디지털 의류 제작에 필요

한 기반 기술을 함께 연구하여 디지털 의류의 상용

화를 앞당길 수 있는 연구를 병행하고 있으며, 선진

국과의 기술 격차를 좁히기 위하여 국내 산업체, 국

내외 대학 연구진과 공동연구로 진행하고 있다. 

웨어러블 시스템 시장은 2007년 6억 9천만 달러

에서 2012년 15억 2천만 달러로 연평균 17%의 높

은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있다[17]. 이중 

착용형태의 시스템과 비교하여 디지털 의류가 차지

하는 비중은 점점 더 커질 것으로 예측되므로 관련 

요소 기술의 확보가 어느 때보다 중요하다 하겠다. 

디지털 의류는 신소재 산업, 센서 산업 등 기술 집약 

산업의 활성화는 물론, 기존 전통 산업에 IT 기술을 

접목함으로써 섬유, 패션, 의류산업의 확장과 활성

화에 큰 역할을 할 것으로 전망되며, 우리나라가 디

지털 의류 시장을 선도하기 위해서는 앞으로 꾸준한 

IT 섬유 및 IT 의류 융합기술 개발에 힘써야 할 것

이다. 

약어 정리 

FAN  Fabric Area Network 

IT               Information Technology 

MP3           MPEG-1 Audio Layer 3 

LED  Light Emitting Diode 

OLED  Organic LED 

SCB         Stretchable Copper Board  

SMI          Stretchable Mould Interconnect  

SPB         Stretchable Polymer Board   

USB           Universal Serial Bus 

WBAN        Wireless Body Area Network 

WPN           Wearable Personal Network 
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